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芯片导热胶厂家直销
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哪些电子灌封胶胶水可以用在电子制造中？因为有机硅灌封胶的特点较为明显，固化后呈现
软胶状态，具有耐高温、不错的绝缘性能，有机灌封胶里加入一定比例的导热散热材料，就成了
可以导热散热的导热灌封胶胶水；导热灌封胶胶水固化后就具有非常好的导热作用，可以防止电
子因为散热问题使得热量过度积累而出现烧损，进而能提高电子使用安全与寿命。而环氧树脂灌
封胶的特点便是防腐蚀性能突出，而且硬度相对来说也很高，可以用在特殊领域的电子制作中。
聚氨酯灌封胶胶水对各种被基材都不会发生反应而导致腐蚀，是一种环保级别较高的灌封用胶水。
LED灌封胶更适合用在LED灯具中，使用过程中需要注意，因为粘接性较差，容易脱泡。因此上
述这些胶水都可用于电子产品制造，但是还是要根据用胶目的进行合理选择。导热胶固化速度快，
易于挤出，但不流淌，操作方便。芯片导热胶厂家直销

高导热系数导热粘接胶适用于电子，电源模块，高频变压器，衔接器,传感器及电热零件和电
路板等产品的绝缘导热灌封。
导热绝缘灌封胶特点优势：良好的导热性和阻燃性，低粘度，流平性好，固化形成柔软的橡胶状，
抗冲击性好，附着力强，绝缘，防潮，抗震，耐电晕，抗漏电和耐化学介质性能,具有温度越高固
化越快的特点。
导热绝缘灌封胶较罕见的导热灌封胶是双组份（A、B组份）构成的，其中包括加成型或缩合型两类
硅橡胶，加成型的可以深层灌封并且固化进程中没有低分子物质的发生，收缩率极低，对元件或
灌封腔体壁的附着良好结合。缩合型的收缩率较高对腔体元器件的附着力较低。也有单组分加温
固化的。导热灌封环氧胶外面又细分若干种类，其中包括普通导热的，高导热的，耐低温的等，
不同的导热灌封环氧胶对不同的腔体附着力的差别很大。导热率也相差很大，化学厂家可以依据
客户需要专门定制。
分享：芯片导热胶厂家直销导热胶增加了电子产品在使用过程中的安全系数。

哪些电子灌封胶胶水可以用在电子制造中？现在市面常用的电子灌封胶胶水主要有：有机硅
灌封胶胶水、环氧树脂灌封胶胶水、导热灌封胶胶水、聚氨酯灌封胶胶水以及LED灌封胶胶水这
五大类，这五种电子灌封胶胶水虽然类型、成分不尽相同、固化后性能有所差异，但都可以用在
电子生产制造中，起到密封、防水、散热、固定、粘结等作用。比如说LED电源灌封、滤波电容
灌封、变压器灌封、LED灯具灌封、控制器灌封等等产品灌封，都要根据所应用的产品的用胶主要
目的去合理选择电子灌封胶胶水的。

点胶式导热胶VS导热贴：热量对电子封装提出了重大挑战，并在一定程度上限制了进一步小
型化的可能性。电子应用中使用的各种形式的导热胶（TIM）可以改善两个表面间的热传递。例
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如，TIM应用于集成电路和散热器之间，可将热量从电路中散发出去。点胶式导热胶适用于大批量
制造过程。与固态导热贴相比，流体导热胶可在零件上点缀定制图案，可实现更薄的胶层。更薄
的胶层减少了热量从热源排出的距离，从而尽可能减少热阻。一般来说，导热胶具有以下特点：
与固态导热贴相比，导热性能更高， 基材适应性更佳，确保填补所有空气间隙，改善导热效果，
通过大幅度减少敏感电气元件的装配应力减少缺陷带来的风险，减少或消除存储和手工装配成本。
导热硅胶是的导热化合物，以及不会固体化，不会导电的特性可以避免诸如电路短路等风险。

粘结金属导热胶，可以用在CPU风扇和散热器、晶闸管智能控制模块与散热器、大功率电器模
块与散热器之间的填充粘接。在导热胶之前，很多人会使用导热膏作为CPU和散热器之间的导热
材料，但是导热膏在使用过程中并不会固化，粘接能力较差，在长久使用过程中，并不能保证它
的持久性。而且使用导热膏之后需要用到螺丝钉等工具固定CPU和散热器，以免两者在使用过程
中脱离开来，导致热量不能很好的传导出来。
但是在使用导热胶之后，良好的导热能力比导热膏更强，能够有效的将热量从CPU传导到散热器，
不让CPU在高温环境下长期工作，延长使用寿命。而且导热胶强大的粘接能力，也可以保证CPU
和散热器的固定，使用导热胶粘接之后，无需螺丝钉进行固定也可以长久的粘接在一起不会脱离，
节省了螺丝钉的使用成本。导热胶放置于儿童不及处，避免阳光直接照射，阴凉处储存。芯片导
热胶厂家直销

导热灌封胶是一款低粘度阻燃双组分加成型有机硅导热灌封胶。芯片导热胶厂家直销

电子产品散热选择导热灌封胶：导热灌封胶其实能够称之为有机硅导热灌封胶，它能够应用
于电子配件导热防水阻燃方面，已经时常被应用于电子，电气元件，电气组件以及传感器方面。
在久远发展中，导热灌封胶成为了拥有杰出物理性耐用性的产品，它的散热功能相当好，湿润性
环境或者是轰动性环境，对它几乎没有影响，能够抵抗住环境的污染。导热灌封胶能在负60度
至200度长时间维持弹性，固化时不吸热，不放热，固化后不缩短，对材料粘接性好，而且具备良
好的电功能与化学稳定功能，可耐水，耐臭氧，耐气候，用其灌封电子产品后，能够起到防潮，
防腐蚀，防震，防尘的效果，增加运用功能与稳定参数。芯片导热胶厂家直销


